
西3ホール
West Hall 3

南1ホール
South Hall 1

南2ホール
South Hall 2

南3ホール
South Hall 3

南4ホール
South Hall 4

西2ホール
West Hall 2

ゆりかもめ
東京ビッグサイト駅
Yurikamome
Tokyo Big Sight Sta.

りんかい線
国際展示場駅
Rinkai Line
Kokusai-tenjijo Sta.

至　豊洲駅
to Toyosu Sta.

至　新橋駅
to Shimbashi Sta.

会議棟
Conference Tower

西展示棟
West Exhibition Halls

南展示棟
South Exhibition Halls

TFTビル
Tokyo Fashion Town（ TFT）Building

東1ホール
East Hall 1

東2ホール
East Hall 2

東3ホール
East Hall 3

東4ホール
East Hall 4

東5ホール
East Hall 5

東7ホール
East Hall 7

東展示棟
East Exhibition Halls

4F

1F

1F

4F

1F 2F

西4ホール
West Hall 4

西1ホール
West Hall 1

東6ホール
East Hall 6

東8ホール
East Hall 8

AUTO-K
10:00-11:10

FIW-K
15:00-16:10

AUTO-SDV3
12:30-14:00

AUTO-CN2
10:00-10:50

PWB-1
12:30-14:00

PWB-2
15:00-16:30

FIW-S1
10:00-11:10

SLE-K
10:00-11:10 

AUTO-SDVS1
15:00-16:10 

ISP-2
15:00-16:30

ガラスパッケージ基板における先端技術と今後の展望
Advanced technology and future prospects for Glass package substrates

3D System Scaling, Founder and President,　Venky Sundaram

Intel,Substrate Packaging TD, Intel Foundry, 
Principal Engineer and Director, Backend Area,　Gang Duan

Venky Sundaram, Founder and President, 3D System Scaling Inc.

Gang Duan, Principal Engineer and Director, Backend Area, Substrate Packaging TD, Intel Foundry, Intel Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

カンファレンス会場A
CONFERENCE VENUE A

会議棟 CONFERENCE TOWER

カンファレンスプログラム
CONFERENCE VENUE OVERVIEW

変革する電子業界のトレンドを読み解く
Forecast of the Transforming Electronics Industry

進化する車載パワーデバイス！
リーディングカンパニーの最新技術
Power Devices for Automotive Applications: Latest Technologies of Leading Companies

NEPCON-S1

10:00-11:10

PDM-S1

15:00-16:10

カンファレンス会場B
CONFERENCE VENUE B

データ活用で社員を守る！ウェアラブルデバイスが
切り拓く次世代の健康経営支援
Next-Generation Health Support Enabled by Wearable Devices

WEA-K

10:00-11:10

【特別対談】SDV時代に、新たなUX、サービスモデル、
収益を生み出すために必要なことは？
[Special Discussion] UX and Service & Business Models with SDVs

AI、生成AIで製造現場はどう変わったか？最新事例を学ぶ
How Has Generative AI and AI Transformed the Manufacturing Industry?

ホンダのリソースサーキュレーションと
サステナブルマテリアル技術
Honda's Resource Circulation and Sustainable Materials Technology

日本と世界の最新チップレット技術
車載半導体はどう進化するか
The Latest Chiplet Technologies in Japan and Around the World
-- How Will In-vehicle Semiconductors Evolve?

【事例紹介】工場の脱炭素化に向けた製造業の挑戦
<Case Study> Challenges to Decarbonise Factories

IoTキーデバイスであるスマートフォンの
最新市場/技術動向
Latest Market Technology Trend for Smartphones as Key IoT Device

半導体パッケージ、サブストレート、
マザーボードの最新技術
Latest Technology in Semiconductor Package, Package substrate and Main Board.

2024年問題を乗り越える！
人手不足対策と物流効率化事例に迫る
[Case Studies] Solution for Labor-shortage Problem 

SDV開発における発想の転換の必要性
SDV Development: Mindset Shift is the Key

INTERNATIONAL
CONFERENCE HALL

国際
会議場

7F

レセプション
ホール

RECEPTION HALL

A

1F

レセプション
ホール

RECEPTION HALL

B

1F

606
6F

1月22日［水］
Jan.22［Wed.］

高齢化社会におけるモビリティの価値創造
Mobility in an Aging Society

AUTO-MS1

12:30-13:40

ジェネクスト（株） 代表取締役　笠原 一

マツダ（株） R&D戦略企画本部 開発戦略企画部 主査　栃岡 孝宏
Hajime Kasahara, Chief Executive Officer, GENEXT Co., Ltd.

Takahiro Tochioka, Program Manager, Development Strategy Planning Dept., R&D Strategy Planning Div., Mazda Motor Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

注目の中工程における最新の重要技術や取組みを紹介
Key Technologies and Initiatives in "Mid-End" Process

NEPCON-S2

12:30-13:40

ラムリサーチ（株） Panel Product Line WETS Sr. Director, Head of Biz Develop　Frank Su

AGC(株) 電子カンパニー ASPプロジェクト 技術開発グループ マネージャー　佐竹 昇

AGC(株) 電子カンパニー ASPプロジェクト TG1グループ 開発推進チーム マネージャー　尤 ジョアン

Frank Su, Sr. Director, Head of Biz Develop, Panel Product Line, Lam Research Corp.

Noboru Satake, Manager, Product Design, Technology Development Advanced Semiconductor Packaging Group Electronics Company, AGC Inc.

Joanne Yu, Manager, Advanced Semiconductor Packaging Group, Electronics Company, AGC Inc.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

エンド・ツー・エンド・モデルがもたらす
自動運転のパラダイムシフト
The Autonomous Driving Paradigm Shift: Empowered by End-to-End Model

AUTO-SDV6

15:00-15:50
AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

FIW-S2
12:30-13:40

AIで進むロボットの知能化。共に働く未来と社会実装への挑戦
Robot Intelligence Advancing with AI
-The Future of Working Together and the Challenge of Social Implementation-

（株）デンソー 研究開発センター 執行幹部　成迫 剛志
京セラ（株） ロボティクス事業部 副事業部長　可児 守

Takeshi Narisako, Senior Director, Research & Development Center, DENSO Corp.

Mamoru Kani, Deputy General Manager, Robotics Div., KYOCERA Corp.

ISP-1
12:30-14:00

AIのさらなる進化に必要不可欠な
パッケージング技術の最前線
Advanced Packaging Technology Essential for the Further Evolution of AI

Qualcomm Technologies セントラル・ハードウェア・システムズ
エンジニアリング・シニア・ディレクター　Yang Zhang

Samsung Electronics テスト＆システムパッケージ開発チーム 部長　Jeongho Lee
Yang Zhang, Senior Director of Engineering, Central Hardware Systems, Qualcomm Technologies Inc.

Jeongho Lee, Director, Package Development Team in Test & System Package, Samsung Electronics Co., Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

ルネサスエレクトロニクス（株） ハイパフォーマンスコンピューティングプロダクトグループ
HPC SoCソフトウエアイネーブルメント部 シニアダイレクター　宗像 尚郎

本田技研工業（株） SDV事業開発統括部 デジタルコックピット開発部
インフォテイメントソフトウェアプラットフォーム開発課 チーフアーキテクト　日下部 雄一

Hisao Munakata, Senior Director, SoC Software Enablement Dept., HPC SoC Business Div., High Performance Computing Product Group, Renesas Electronics Corp.

Yuichi Kusakabe, Chief Architect, SDV Business Development Unit Digital Cockpit Development Div., Infotainment Software Platform Development Dept., Honda Motor Co., Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

DeepRoute.ai, CEO,　Maxwell Zhou
Maxwell Zhou, CEO, DeepRoute.ai

（株）産業タイムズ社 取締役 会長　泉谷 渉
Wataru Izumiya, Chairman Senior Staff Writer, Sangyo Times, Inc.

（株）デンソー エレクトリフィケーション機器技術3部 部長　高橋 幸宏

STマイクロエレクトロニクス（株） 部長　芳尾 桂
Yukihiro Takahashi, Director, Electrification Components Eng.Div.3, DENSO Corp.

Katsura Yoshio, Senior manager, STMicroelectronics K.K.

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長　橋本 泰輔

（株）NTTPC コミュニケーションズ サービスクリエーション本部 担当部長　古田 健
Taisuke Hashimoto, Director, Commerce and Service Industry Policy Group Healthcare Industries Div., Ministry of Economy, Trade and Industry 

Ken Furuta, Director, Service Creation Div., NTT PC Communications Inc.

日産自動車（株） フェロー 電子・メカトロニクス・電動システム技術　佐々木 徹夫
パナソニック オートモーティブシステムズ（株） 代表取締役 副社長執行役員 CTO
BTCイノベーション担当 サイバーセキュリティ担当 知的財産担当　水山 正重

デロイト トーマツ コンサルティング（同） 執行役員 パートナー ビジネス ストラテジー プラクティス・リーダー　周 磊

Tetsuo Sasaki, Fellow, Nissan Motor Co., Ltd.

Masashige Mizuyama, Representative Director, Executive Vice President, CTO, BTC Innovation, Cyber Security, Intellectual Property, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.

Lei Zhou, Business Strategy Practice Leader, Partner, Deloitte Tohmatsu Consulting LLC

日産自動車（株） 常務執行役員 車両生産技術開発本部担当　平田 禎治
BOSCH（株） デジタルソリューション＆サービス部門 ビジネスデベロップメント アジアパシフィック部 マネージャー　赤堀 勝義

Teiji Hirata, Corporate Vice President, Vehicle Production Engineering and Development Div., Nissan Motor Co., Ltd.

Masayoshi Akabori, Manager, Digital solution & Service, AP Business Development, Bosch Corp.

（株）本田技術研究所 材料研究センター リジェネラティブ材料研究室
サスティナブル材料BL マネージャー チーフエンジニア　藤本 雅昭

Masaaki Fujimoto, Manager Chief Engineer, Sustainable Material Dept. Regenerative Material Research Div. Material Research Center, Honda R&D Co., Ltd.

Rapidus（株） 3Dアセンブリ本部 専務執行役員 3Dアセンブリ本部長　折井 靖光

AMD, Adaptive and Embedded Computing Group, Core Markets Group,
Automotive Head of APAC and North America Product Marketing, Automotive ADAS,　Rehan Tahir

Yasumitsu Orii, Senior Managing Executive Officer, Head of 3D Assembly Div., 3D Assembly Div., Rapidus Corp.

Rehan Tahir, Head of APAC and North America Product Marketing, Automotive ADAS, Adaptive and Embedded Computing Group, Core Markets Group, Automotive, Advanced Micro Devices Inc.

AGC（株） 建築ガラス アジアカンパニー 持続的経営基盤構築グループ グループリーダー　長尾 祥浩
富士電機（株） 情報ソリューション事業部 システム開発部部長 兼 中国戦略室室長　白井 英登

Yoshihiro Nagao, Group Leader, Architectural Glass Asia Pacific Company Sustainable Management Initiatives Group, AGC Inc.

Hideto Shirai, Senior Manager, Industry Business Group Information Solution Div., Fuji Electric Co., Ltd.

セミコンサルト 代表　上田 弘孝
みずほ証券（株） エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ／シニアアナリスト　中根 康夫

Hirotaka Ueda, Representative, SemiConsult 

Yasuo Nakane, Global Head of Technology Research/Senior Analyst, Equity Research Dept., Mizuho Securities Co., Ltd.

ルネサスエレクトロニクス（株） シニアマネージャー　佃 龍明
（株）メイコー 技術マーケティング企画室 室長　戸田 光昭

Tatsuaki Tsukuda, Senior Manager, Renesas Electronics Corp.

Mitsuaki Toda, General Manager, Technology Research and Analytics Office, Meiko Electronics Co., Ltd.

サントリーホールディングス（株） サプライチェーン本部
イノベーション・開発本部 サステナブル開発部 部長　中村 繁

（株）ローランド・ベルガー パートナー　小野塚 征志
Shigeru Nakamura, Senior General Manager, SC Sustainability Development Department SC Innovation and Development Division Supply Chain Division, Suntory Holdings Ltd.

Masashi Onozuka, Partner, Roland Berger Ltd.

※1 カンファレンスのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。来場登録後にメールにて届く「来場者バッジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 カンファレンス申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日カンファレンス受付で提示してください。（印刷・スマホ上での掲示、どちらでも可）

●敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
●テキスト（講演資料）の配付はございません。
●カンファレンスの録音、写真･動画撮影などは一切禁止させていただきます。

＜注意事項＞
●カンファレンス受講に必要な持ち物は2点です。
 　①展示会場入場に必要な来場者バッジ※1

 　②カンファレンス受講に必要な受講券※2

注意事項 Caution

● Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
● Recording and photography are strictly prohibited.
● Speakers and programs are subject to change.
● Textbooks of Keynote/Special Sessions are not available.

＜ Caution ＞
● You have to prepare the following items for attending conference.
1. Visitor Badge for entering exhibition
*Please register beforehand. A confirmation e-mail with visitor badge will be sent to the e-mail you registered. Download and 
print out(in color) the visitor badge in advance and bring it with you to the exhibition. 

2. Conference Ticket
*An e-mail with conference ticket attached will be sent to your email. Show the conference ticket (print-out or show it on 
phone) at the reception of conference venue.

ACCESS MY PAGE FROM HEREACCESS MY PAGE FROM HERE REGISTER NEW SESSION FROM HERE

マイページは
こちらから

新規申込は
こちらから
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https://biz.q-pass.jp/f/10245/inw_tokyo_conference25/mypage/top
https://biz.q-pass.jp/f/10245/inw_tokyo_conference25
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Yurikamome
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to Shimbashi Sta.

会議棟
Conference Tower

西展示棟
West Exhibition Halls
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South Exhibition Halls

TFTビル
Tokyo Fashion Town（ TFT）Building
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名古屋大学 未来材料・システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授　山本 真義

（株）日立製作所 研究開発グループ 主管研究長　中津 欣也
Masayoshi Yamamoto, Professor, Power Electronics Laboratory, Nagoya University 

Kinya Nakatsu, Distinguished Researcher, Research & Development Gr., Hitachi Ltd.

AUTO-EVS1

12:30-13:40

PDM-S2

15:00-16:10

AUTO-CN3
10:00-11:30

PWB-3
10:00-11:30

ISP-4
15:00-16:30

AUTO-MS2
10:00-11:10

FIW-S4
12:30-13:40

NEPCON-K
12:30-13:40

SLE-S1
13:00-13:40
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カンファレンス会場A
CONFERENCE VENUE A

会議棟 CONFERENCE TOWER

マルチパスウェイ戦略の鍵となる技術
Key Technologies for "Multi-pathway" Approach

パワーデバイス サミット
～パワーデバイスの現状と展望を徹底討論～
Power Device Summit: Panel Discussions on the Current Situation and Future Outlook of Power Devices

カンファレンス会場B
CONFERENCE VENUE B

次世代ウェアラブルの誕生秘話！
デバイス開発の最前線を追う
Forefront of Wearable Device Development：The Inside Story of Next-Generation Wearables

WEA-S1

12:30-13:40

CONFERENCE VENUE OVERVIEW

1月23日［木］
Jan.23［Thu.］

カンファレンスプログラム

サステナブルなロジスティクスの構築を目指して
～オルビス流DX推進の取組み～
Aiming to Build Sustainable Logistics ORBIS-style DX Promotion Initiatives

車体のカーボンニュートラルに向けた新技術
New Technology to Achieve Carbon Neutrality in Vehicle Body Production

実用化が見えてきたガラスサブストレートの
必要性、課題、世界動向について語る
Glass Substrates are Beginning to Be Put to Practical Use. Talk About Needs, Challenges and Global Trends

世界のMaaS事例
～中国のロボタクシーや無人運転サービス社会を学ぶ～
[Case Studies] Overseas MaaS -Robotaxis in China and Driverless Mobility Service-

中小企業のGXどう進める？
政府の取り組みと事例を紹介
Green Transformation of SMEs: Government's Initiatives and Case Study

半導体における最新技術戦略と展望とは
Latest Technology Strategies and Future Outlook in Semiconductors

圧倒的な低消費電力化で
半導体プレイヤーを変える光電融合技術
Optoelectronics -Ultra-low Power Consumption is a Game Changer for Semiconductors-

606
6F

608
6F
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NEPCON-S3

10:00-11:10
AI は産業をいかに変革するか
～ 要素技術から未来の姿まで徹底解説 ～
How AI is Transforming Industries -Explanation from Underlying Technologies to Future Prospects-

富士通（株） 富士通研究所 人工知能研究所 所長　園田 俊浩

NTTコミュニケーションズ（株） イノベーションセンター エバンジェリスト　島田 健一郎
Toshihiro Sonoda, Head of Artificial Intelligence, Artificial Intelligence Lab. Fujitsu Research, Fujitsu Ltd.

Kenichiro Shimada, evangelist, NTT Communications Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AUTO-EV3

10:00-11:30
2027年のxEVに求められる
電気駆動システム（e-Axle）の技術潮流と
そのシステムインパクト
Technical Trend and System Impact of Electric Drive Power Trains (e-Axle) for xEV in 2027

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

ISP-3
10:00-11:30

次世代半導体パッケージにおける最先端実装技術動向
Leading Trend in Mounting Technology for Next Generation Semiconductor Package

（株）レゾナック エレクトロニクス事業本部
パッケージングソリューションセンター センター長　畠山 恵一

TSMCジャパン3DIC研究開発センター（株） プロセスインタラクション部門 テクニカルマネージャー　安原 隆太郎
Keiichi Hatakeyama, Head of Packaging Solution Center, Electronics Business HQ. Packaging Solution Center, Resonac Corp.

Ryutaro Yasuhara, Technical Manager, Process Interaction Department, TSMC Japan 3DIC R&D Center Inc.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AUTO-SDV4
12:30-14:00

SDVの次世代技術ロードマップと統合ECU開発
Next-gen. Technology Roadmap for SDV and Integrated ECU Development

トヨタ自動車（株） デジタルソフト開発センター
ソフトウェアPF開発 チーフプロジェクトリーダー　今井 孝志

（株）デンソー 上席執行幹部 Chief Software Officer(CSwO) ソフトウェア統括部長 ソフトウェア改革統括室長　林田 篤
Takashi Imai, Chief Project Leader, Software Platform Development, Software Development Center, Toyota Motor Corp.

Atsushi Hayashida, Chief Software Officer(CSwO), Head of Software Function Unit General Manager, Executive Officer, DENSO Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

FIW-S3
10:00-10:40

社会実装における
ヒューマノイドロボットの無限の可能性
Infinite Possibilities of Humanoid Robots in Social Implementation

Boston Dynamics Inc., Chief Strategy Officer,　marc theermann

marc theermann, Chief Strategy Officer, Boston Dynamics Inc.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

FIW-S5
15:00-15:40

バーチャルファクトリーの価値を考える
Considering the Value of Virtual Factories

エヌビディア（同） シニア・ビジネスデベロップメント・マネージャー (RTX/Omniverse)　中嶋 雅浩
Masahiro Nakashima, Senior Business Development Manager, RTX/Omniverse, NVIDIA Corporation

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AUTO-CNS1
15:00-16:10

自動車の資源循環モデルの確立と最新技術開発
Ecosystems and the Latest Sustainable Technologies for Circular Economy

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

環境省 環境再生・資源循環局 総務課
資源循環ビジネス推進室 資源循環ビジネス推進室長　河田 陽平

THE DOW CHEMICAL COMPANY, Mobility Science, Technical Director,　John McKeen
Yohei Kawada, Director, Office for Resource Circulation Business Promotion, Office for Resource Circulation Business Promotion, Ministry of the Environment 

John McKeen, Technical Director, Mobility Science, THE DOW CHEMICAL COMPANY 

トヨタ自動車（株） パワートレーンカンパニー プレジデント　上原 隆史

マツダ（株） 取締役専務執行役員兼CTO　廣瀬 一郎
Takashi Uehara, President, Locally initiated carbon neutrality by diversifying fuels and powertrains, Toyota Motor Corp.

Ichiro HIrose, Director, Senior Managing Executive Officer and CTO, Mazda Motor Corp.

（株）現代文化研究所 調査・研究本部第3領域リーダー 上席主任研究員　八杉 理
（一財）計量計画研究所／神戸大学 研究本部 理事 兼 企画戦略部長 博士（工学） 客員教授　牧村 和彦

Osamu Yasugi, Principal Researcher, Research and study division #3, GENDAI Mobility Research 

Kazuhiko Makimura, Vice President, Executive Director, Dr. Eng., Kobe University Visiting Professor, The Institute of Behavioral Sciences 

PWB-4
15:00-16:30

次世代パッケージ基板技術の最前線
Cutting-edge Technologies in Next-generation Package Substrates

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

（国研）産業技術総合研究所 主任研究員　乗木 暁博
（株）レゾナック PhotecグループPKG用新製品開発チームリーダー　吉原 謙介

味の素（株） バイオ＆ファインケミカル事業本部 マテリアル＆テクノロジーソリューション研究所
ライフサポートソリューション開発研究室 電子材料グループ 主席研究員　本間 達也

Akihiro Noriki, Senior Researcher, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 

Kensuke Yoshihara, Photosensitive dry film Group Dry Film R&D Team Manager, Resonac Corp.

Tatsuya Homma, Principal Researcher, Electronic Materials Group,
Life-support Solutions Development Section, Material & Technology Solutions Labs., Research Institute For Bioscience Products & Fine Chemicals, Ajinomoto Co., Inc.

インフィニオン テクノロジーズ ジャパン（株） インダストリアル＆インフラストラクチャー事業本部 事業本部長　加藤 毅

東芝デバイス&ストレージ（株） 半導体事業部 シニアフェロー　川口 雄介

富士電機（株） 半導体事業本部 開発統括部 統括部長　大西 泰彦

三菱電機（株） 半導体・デバイス事業本部 プリンシパル・エキスパート　安田 幸央

ローム（株） パワーデバイス事業本部 アプリケーション戦略室 アソシエイトフェロー（エメリタス）　喜多川 聖也

名古屋大学 未来材料・システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授　山本 真義

Takeshi Kato, Regional Segment Head, Industrial & Infrastructure Segment Japan, Infineon Technologies Japan K.K.

Yusuke Kawaguchi, Senior Fellow, Semiconductor Div., Toshiba Electronic Devices & Storage Corp.

Yasuhiko Oonishi, General Manager, Development Division, FUJI ELECTRIC Co., Ltd.

Yukio Yasuda, Principal Expert, Semiconductor&Device Group, Mitsubishi Electric Corp.

Seiya Kitagawa, Emerit(a/us) Associate Fellow, Application Strategy Dept. Power Devices BU, ROHM Co., Ltd.

Masayoshi Yamamoto, Professor, Power Electronics Laboratory, Nagoya University

サントリーグローバルイノベーションセンター（株） 特任上席研究員　水谷 治央

（株）Shiftall 代表取締役CEO　岩佐 琢磨
Haruo Mizutani, Senior Project Researcher, Suntory Global Innovation Center Ltd.

Takuma Iwasa, Representative Director and CEO, Shiftall Inc.

オルビス（株） SCM部 ロジスティクス管理グループ グループマネジャー　柳田 和宏
Kazuhiro Yanagida, Logistics Team Manager, Supply Chain Management Div., ORBIS Inc.

東京製鐵（株） グリーンEV鋼板事業推進室 プロジェクト上級エキスパート　中西 栄三郎
スズキ（株） 環境・材料・生産技術開発部 基礎・先行技術開発課 課長　古川 健一

Eizaburou Nakanishi, Project Senior Expert, GREEN EV STEEL TEAM, Tokyo Steel Ltd.

Kenichi Furukawa, Dept. Manager, Environment, Material & Manufacturing Engineering Development Div. Basic & Advanced Technology Development, Suzuki Motor Corp.

よこはま高度実装技術コンソーシアム 理事　八甫谷 明彦
インターコネクション・テクノロジーズ（株） 代表取締役　宇都宮 久修

Akihiko Happoya, Director, Yokohama Advanced Packaging Technology Consortium 

Henry Utsunomiya, President, Interconnection Technologies, Inc.

経済産業省 GXグループ GX推進企画室長　荻野 洋平
日崎工業（株） 代表取締役 セールスグループ マネージャー　三瓶 修

Yohei Ogino, Director, GX Planning and Promotion Office, GX group, Ministry of Economy, Trade and Industry 

Osamu Sampei, CEO SalesGroupManager,   HIZAKI Kougyo Co., Ltd.

（国研）産業技術総合研究所 プラットフォームフォトニクス研究センター 研究センター長　並木 周
古河電気工業（株） フォトニクス研究所 光電融合技術開発部 先端実装技術開発課 課長 主席研究員　長島 和哉

Shu Namiki, Research Director, Platform Photonics Research Center, AIST

Kazuya Nagashima, Manager Principal Researcher, Photonics Lab. Photonics-Electronics Convergence Dept. Advanced Packaging Section, Furukawa Electric Co., Ltd.

SLE-S2
15:00-16:30

M＆Aは人手不足の運輸業を救うのか？成功事例から学ぶ
Can M&A Solve the Labor Shortage in the Transportation Industry? Lessons from Successful Cases

フジホールディングス（株） マーケティング部 部長 執行役員　川上 泰生
静岡トランスポート（株） 執行役員　増田 和幸

関東トラック整備（株） 執行役員 統括部長　中村 雅美
関東トラック整備（株） 工場長　相川 智行
讀賣テレビ放送（株） 解説委員　指宿 文

Yasuo Kawakami, Executive Officer, Marketing Dept., Fuji Holdings Co., Ltd.

Kazuyuki Masuda, Executive Officer, Shizuoka Transport Co., Ltd

Masami Nakamura, Chief Executive Officer, Kanto Truck Maintenance Co.

Tomoyuki Aikawa, Factory Manager, Kanto Truck Maintenance Co.

Aya Ibusuki, commentary committee, YOMIURI TELECASTING Corp.

SK hynix Inc., HBM Design Dept., Director,　Hyunwoo Kim
Amkor Technology Korea, Inc.,

R&D, VP Fellow, Product Dept. Group Manager,　WonChul Do

Hyunwoo Kim, Director, HBM Design Dept., SK hynix Inc.

WonChul Do, VP Fellow, Product Dept. Group Manager, R&D, Amkor Technology Korea, Inc.

※1 カンファレンスのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。来場登録後にメールにて届く「来場者バッジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 カンファレンス申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日カンファレンス受付で提示してください。（印刷・スマホ上での掲示、どちらでも可）

●敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
●テキスト（講演資料）の配付はございません。
●カンファレンスの録音、写真･動画撮影などは一切禁止させていただきます。

＜注意事項＞
●カンファレンス受講に必要な持ち物は2点です。
 　①展示会場入場に必要な来場者バッジ※1

 　②カンファレンス受講に必要な受講券※2

注意事項 Caution

● Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
● Recording and photography are strictly prohibited.
● Speakers and programs are subject to change.
● Textbooks of Keynote/Special Sessions are not available.

＜ Caution ＞
● You have to prepare the following items for attending conference.
1. Visitor Badge for entering exhibition
*Please register beforehand. A confirmation e-mail with visitor badge will be sent to the e-mail you registered. Download and 
print out(in color) the visitor badge in advance and bring it with you to the exhibition. 

2. Conference Ticket
*An e-mail with conference ticket attached will be sent to your email. Show the conference ticket (print-out or show it on 
phone) at the reception of conference venue.
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こちらから
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WEA-S2

10:00-11:10

ISP-6
12:30-14:00

FIW-C
14:00-16:00

完全
招待制

カンファレンス会場A
CONFERENCE VENUE A

会議棟 CONFERENCE TOWER

はんだ最前線！国際規格と先端技術の最新動向
The Frontline of Soldering: Latest Trends in International Standards and Advanced Technologies

ソフトウェアファーストが生み出す
新たなモビリティの価値
The New Value of Mobility Created by Software-first

カーボンニュートラルを実現する
パワーデバイス技術とは
Power Devices which Help to Achieve Carbon Neutrality

NEPCON-S4

10:00-11:10

AUTO-SDVS2

12:30-13:40

PDM-S3

15:00-16:10

カンファレンス会場B
CONFERENCE VENUE B

進化する建設現場！ウェアラブル導入で生まれた
建設現場革新の実例と成果
Case Study: Innovations in Construction Sites Driven by Wearable Devices

サーキュラーエコノミーを実現する
自動車のアルミニウムリサイクル技術
Recycling Technologies of Automotive Aluminum Parts for Circular Economy

SDV実現に向けた開発効率化へのアプローチとは？
Increasing Development Efficiency to Realise SDVs

AUTO-CN4

12:30-14:00

AUTO-SDV5

15:00-15:50

CONFERENCE VENUE OVERVIEW

カンファレンスプログラム

次世代パワーデバイスと
先端パワエレモジュールの世界
World of Next Generation Power Devices and Advanced Power Electronics Modules

生成AIがもたらす製造現場の変革
Generative AI Will Transform the Manufacturing Workplace

1月24日［金］
Jan.24［Fri.］

レセプション
ホール

RECEPTION HALL

A

1F

レセプション
ホール

RECEPTION HALL

B

1F

FIW-S7
15:00-15:40

5Gによる工場のDX化推進
Promotion of Factory DX Utilizing 5G

（株）NTTドコモ Chief Standardization Officer　中村 武宏
Takehiro Nakamura, Chief Standardization Officer, NTT DOCOMO Inc.

PWB-5
10:00-11:30

パワーデバイスの活用に向けた
パッケージング技術と部品内蔵基板技術
Semiconductor Packaging and Embedding PCB technology to Utilize Power Devices.

古河電気工業（株） AT・機能樹脂製品事業部門
高機能製品開発プロジェクトチーム 新製品企画1課 課長　石黒 邦彦

Schweizer Electronic AG, Chief Technology Officer,　Thomas Gottwald
Kunihiko Ishiguro, Manager, Innovative Products Development Project Team, Market Development Section1, Furukawa Electric Co., Ltd.

Thomas Gottwald, Chief Technology Officer, Schweizer Electronic AG 

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

FIW-S6
10:00-11:10

SLE-S3
15:00-16:10

AUTO-EV4
12:30-14:00

見える化でカーボンニュートラル！
スコープ3を見据えた取り組み
Carbon Neutral Manufacturing by Visualization, with Scope 3 in Mind

サステナブルでグリーンな物流を実現！
先進的な取り組みから学ぶ
To Achieve Sustainable Logistics!  -Learn from Latest Case Studies-

次世代モータ開発
～環境、調達リスクの2大課題解決へ～ 
Next-Gen. Motor Development -- To Overcome Environmental & Procurement Risks

アスエネ（株） Co-Founder 取締役 COO　岩田 圭弘
（株）NTTデータ コンサルティング事業本部 サステナビリティサービス＆ストラテジー推進室 統括室長　南田 晋作

ENEOSホールディングス（株）／ENEOS（株） カーボンニュートラル戦略部 部長　長島 拓司

Yoshihiro Iwata, Co-Founder, COO, Asuene Inc.

Shinsaku Minamida, Senior Head of Sustainability Services & Strategy Office Consulting Sector, NTT DATA Inc.

Takushi Nagashima, General Manager, Carbon Neutral Strategy Dept., ENEOS Holdings, Inc. and ENEOS Co.

（株）プロテリアル 磁性材料事業部 主管技師　西内 武司
（株）ヴァレオジャパン パワーディビジョン チーフ・カスタマー・エンジニア　宮川 慶

Takeshi Nishiuchi, Senior Manager, Magnetic Material Business Unit, Proterial Ltd.

Kei Miyakawa, Chief Customer Engineer, Power Division, Valeo Japan Co., Ltd.

Sustainable Shared Transport（株） 代表取締役社長／
ヤマト運輸（株） グリーン物流事業推進部長　高野 茂幸

福岡運輸（株） 業務推進部 執行役員 業務推進部長　松尾 彰
Shigeyuki Takano, President and CEO, Sustainable Shared Transport Co., Ltd./ General Manager of Green Logistics Business Promotion Department, Yamato Transport Co., Ltd.

Akira Matsuo, Executive Officer, General Manager of the Business Promotion Department, Business Promotion Department, FUKUOKAUNYU Co., Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

PWB-6
12:30-14:00

6Gに向けた次世代高速通信向けの
開発・技術動向
Next generation high speed application development and technology trend for 6G

606
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ISP-5
10:00-11:30

クルマの未来を切り開く
最新半導体テクノロジー
The Latest Semiconductor Technology to Open Up the Future of Cars

オートモーティブ プロダクト マーケティング シニアディレクター　森下 和彦
（株）デンソー セミコンダクタ事業部 ASIC技術部 部長　松本 隆

Kaz Morishita, Senior Director, Automotive Product Marketing, Qualcomm CDMA Technologies 

Takashi Matsumoto, Director, ASIC Engineering Div., DENSO Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

（株）レゾナック エレクトロニクス事業本部 開発センター 積層材料開発部 チームリーダー　日高 圭芸
（株）SBRテクノロジー 代表取締役　西尾 俊彦

Yoshiki Hidaka, Manager, Electronics Business Headquarters, Electronics R&D Center, Laminate Materials R&D Department, Resonac Corp.

Toshihiko Nishio, CEO, SBR Technology Co., Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available
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（株）東海理化 生技開発部 接合生技室 室長　鈴木 貴人

トヨタ自動車（株） デジタルソフト開発センター 電子性能開発部 グループ長　西森 久雄
Norihito Suzuki, Manager, Tokai Rika Co., Ltd.

Hisao Nishimori, Group Manager, Software Development Center, Digital & Software Performance Development Div., Toyota Motor Corp.

（株）NTTデータ 取締役副社長執行役員　有馬 勲

（株）デンソー 上席執行幹部 モビリティエレクトロニクスグループ グループ長　近藤 浩
Isao Arima, Senior Executive Vice President and Director Enterprise Segment, NTT DATA

Hiroshi Kondo, Executive Officer and Head of Mobility Electronics Business, DENSO Corp.

（株）安川電機 執行役員 インバータ事業部長 兼 インバータ技術部長 博士(工学)　井手 耕三

（株）TMEIC 執行役員 パワーエレクトロニクスシステム事業部 事業部長　飛田 正幸
Kozo Ide, Executive Officer General Manager Drives Division, YASKAWA ELECTRIC Corp.

Masayuki Tobita, Vice President Power Electronics Systems Div. Executive Officer, TMEIC Corp.

（株）UACJ マーケティング・技術本部 R&Dセンター フェロー　兒島 洋一

日産自動車（株） 企画・先行技術開発本部 材料技術部 車両材料開発グループ 主管　源島 文彦
Yoichi Kojima, Fellow, Research & Development Center, Marketing & Technology Div., UACJ Corp.

Fumihiko Gejima, Deputy General Manager, Platform and Vehicle Component Materials Group, Materials Engineering Dept., Advanced Engineering Div., Nissan Motor Co., Ltd.

（株）竹中工務店 広島支店 生産統括部 プロダクトグループ シニアチーフエキスパート　二宮 剛章

オリックス（株） 事業法人営業第二部 第一チーム長　佐藤 加奈子

セーフィー（株） 営業本部第2ビジネスユニット 部長　渡部 郁巴

Noriaki Ninomiya, Senior Chief Expert, Hiroshima Branch Office, Construction Dept., Construction Planning & Productivity Group, TAKENAKA CORPORATION

Kanako Sato, Senior Manager, Corporate Business Dept. Ⅱ, ORIX Co.

Ikuha Watanabe, General Manager, Sales Div., Business Unit #2, Safie Inc.

ボッシュ（株） ボッシュモビリティ 東アジア・東南アジア 技術統括部門 技術戦略・エンジニアリング統括　森田 泰弘
Yasuhiro Morita, Bosch Mobility South and East Asia, Responsibility for Engineering, Technology and Engineering, Bosch Corp.

（株）ノベルクリスタルテクノロジー 第一研究部 取締役CTO　佐々木 公平
Fraunhofer IZM, Group Manager Embedding & Substrate Technologies,　Lars Böttcher

Kohei Sasaki, CTO, Director, Novel Crystal Technology, Inc.

Lars Böttcher, Group Manager Embedding & Substrate Technologies, Fraunhofer IZM 

日本マイクロソフト（株） 業務執行役員 エバンジェリスト　西脇 資哲
Motoaki Nishiwaki, Evangelist, Microsoft Japan Co., Ltd.
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※1 カンファレンスのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。来場登録後にメールにて届く「来場者バッジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 カンファレンス申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日カンファレンス受付で提示してください。（印刷・スマホ上での掲示、どちらでも可）

●敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
●テキスト（講演資料）の配付はございません。
●カンファレンスの録音、写真･動画撮影などは一切禁止させていただきます。

＜注意事項＞
●カンファレンス受講に必要な持ち物は2点です。
 　①展示会場入場に必要な来場者バッジ※1

 　②カンファレンス受講に必要な受講券※2

注意事項 Caution

● Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
● Recording and photography are strictly prohibited.
● Speakers and programs are subject to change.
● Textbooks of Keynote/Special Sessions are not available.

＜ Caution ＞
● You have to prepare the following items for attending conference.
1. Visitor Badge for entering exhibition
*Please register beforehand. A confirmation e-mail with visitor badge will be sent to the e-mail you registered. Download and 
print out(in color) the visitor badge in advance and bring it with you to the exhibition. 

2. Conference Ticket
*An e-mail with conference ticket attached will be sent to your email. Show the conference ticket (print-out or show it on 
phone) at the reception of conference venue.
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マイページは
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新規申込は
こちらから
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※敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
※一部の講演は、テキスト（講演資料）の配付はございません。
※セミナーの録音、写真･動画撮影などは一切禁止させていただきます。

＜ 注意事項 ＞

＜ Caution ＞
* Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
* Recording and photography are strictly prohibited.
* Speakers and programs are subject to change.
* Textbooks of Keynote/Special Sessions are not available.

セミナー・フォーラム一覧
SEMINAR・FORUM OVERVIEW 東東

East Hall

次のページは、南展示棟の
セミナー・フォーラム一覧
Scroll down for the overview of
seminars / forums in South Hall.4/5

Exhibitors’ Product / Technology Seminar ‒ New Tech Trend ‒

SMT部品の吸着用テープ除去機、
コーティング剤乾燥炉のご紹介

ワイドギャップパワー半導体へのPECVD
最新ソリューション

高出力半導体向け
CVDダイヤモンドヒートスプレッダー

SDGsに関係する
ディスペンス技術と液体材料について

洗浄レスで金型の自由度が高い
PFASフリー半導体用離型フィルム

NPI 試作製造専用サービスと
i4.0に沿った最新生産サービスの紹介

次世代半導体パッケージにおける
金属錯体インクの活用

機器のノイズ設計/熱設計は、
PCBの電流分布（AC/DC）把握から

（株）レクザム

ケーエルエー・テンコール（株）

Quod6（株）

武蔵エンジニアリング（株）

ハリマ化成グループ（株）

VTech communication LTD.

エレクトロンインクス

アルティメイトテクノロジィズ（株）

1
／
22
(水)

1
／
23
(木)

1
／
24
(金)

Rexxam CO., LTD.

KLA CORPORATION

Quod6 CO., LTD.

MUSASHI ENGINEERING, INC.

Harima Chemicals Group, INC.

VTech Communications LTD.

 Electroninks INC. 

Ultimate Technologies INC.

Suction tape removal machine for SMT parts, Drying furnace

Latest PECVD Solutions for Wide Bandgap Power Devices?

CVD diamond heat spreaders for 
high-power semiconductors

Dispensing technology and liquid materials for SDGs

Release film for semiconductors: No PFAS, Less cleaning

New Product Introduction & 
i 4.0 Concept of Manufacturing

Utilization of MOD Inks in Next-Gen Semiconductor Packaging

Noise/thermal design starts 
with PCB current mapping (AC/DC)

14:00～

14:30

15:00～

15:30

11:00～

11:30

12:00～

12:30

13:00～

13:30

14:00～

14:30

13:00～

13:30

15:00～

15:30

E16-42

E16-32

E19-18

E13-2

E21-39

E27-46

E4-22

E10-42

受講無料
FREE

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 

JAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

ENGLISH

ENGLISH

JAPANESE ENGLISH

JAPANESE

東3ホール東3ホール

Power Electronics Academic Forum

回路トポロジーと
その制御による受動部品の最小化

パワー半導体開発の歴史と現在地

最新パワーモジュール技術と
高精度ゲート制御技術

SiCパワー半導体デバイスの
最新技術・市場動向と耐熱・水冷実装技術

GaN結晶技術が牽引する
パワーデバイス

ダイヤモンド半導体デバイスの最近の進展： 
インチ径ウエハとパワー高周波デバイス

長岡技術科学大学 工学研究科 教授　伊東 淳一

九州工業大学 生命体工学研究科 教授　大村 一郎

東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター 研究開発部門長 教授　高橋 良和

筑波大学 数理物質系 教授　岩室 憲幸

大阪大学 大学院工学研究科 電気電子情報通信工学専攻 教授　森 勇介

佐賀大学 理工学部 教授　嘉数 誠

15:00～

16:10

10:00～

11:10

12:30～

13:40

10:00～

11:10

12:30～

13:40

12:30～

13:40

1
／
22
(水)

（Wed.）

1
／
23
(木)

（Thu.）

1
／
24
(金)
（Fri.）

Junichi Itoh, Professor, Graduate School of Engineering, Nagaoka University of Technology

Ichiro Omura, Professor, Graduate School of Life Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology

Yoshikazu Takahashi, Professor, Center for Innovative Integrated Electronic Systems. Director, Tohoku University

Noriyuki Iwamuro, Professor, Institute of Pure and Applied Physics, University of Tsukuba

Yusuke Mori, Professor, Div.of Electrical, Electronic and Infocommunications Engineering, OSAKA UNIVERSITY

Makoto Kasu, Department. of Electrical and Electronic Engineering, Saga University

Recent Development of Diamond Semiconductor Devices: Inch-sized Wafer and Power RF Devices

GaN Crystal Technology Drives Power Devices

Latest Technologies and Market Trends in SiC Power Semiconductor Device and Assembly Technologies

State-of-the-art Power Module Technology and High-precision Gate Control Technology

Power Semiconductors: History and Current Status

Minimization of Passive Components with Circuit Topology and Its Control

PDM-F1

PDM-F2

PDM-F3

PDM-F4

PDM-F5

PDM-F6

受講無料
申込不要
FREEパワエレ

アカデミックフォーラム

東7ホール東7ホール

In-vehicle Semiconductor Forum

ボッシュのSiCパワーセミコンダクタと
パワーモジュールについて

車載向け半導体への
包括的な取り組みのご紹介

オンセミの
車載向けパワーソリューション

オートモーティブ・イノベーション推進
～AIおよびアダプティブ、エンベデッドコンピューティングが
　ADAS/IVXにもたらす影響～

拡大成長期のSiCパワー半導体市場に求められるもの
～デバイス構造による電気特性差の捉え方のヒント～

ソフトウェア定義の自動車 (SDV) が及ぼす
半導体部品のパラダイムシフト

マイクロチップ・テクノロジー・ジャパン（株）
オートモーティブプロダクトグループ マーケティングマネージャー　角田 修二

STマイクロエレクトロニクス（株）
パワー＆ディスクリート製品部 マネージャー　小寺 一史

日本AMD（株） APACエンベデッド・セールス 技術本部 部長　古屋 憲吾

オンセミ パワーソリューションズ・グループ シニアプリンシパルアナリスト　大庭 賢司

アーム（株） シニアマーケティングマネージャー　石川 誠司

ルネサス エレクトロニクス（株） ハイパフォーマンスコンピューティング プロダクトグループ
HPC SoC事業部 シニアダイレクター　吉田 直樹

Robert Bosch GmbH
Power Semiconductors & Modules business unit Senior Vice President Ralf Bornefeld

15:00～

15:40

15:00～

15:40

14:00～

14:40

13:00～

13:40

14:00～

14:40

11:00～

11:40

13:00～

13:40

1
／
22
(水)

1
／
24
(金)

SiC Power Semiconductors and Power Modules from Bosch

受講無料
申込不要
FREE

AI 同時翻訳あり

車載半導体フォーラム
AUTO-F12

AUTO-F1

AUTO-F2

AUTO-F8

AUTO-F9

AUTO-F10

AUTO-F11

SDV時代に向けた車載SOCの取り組み

東6ホール東6ホール

デロイト トーマツ サイバー（同）　片山 泰輔
（株）豆蔵 エンジニアリングソリューション事業部 主幹コンサルタント　稲垣 修

パナソニックオートモーティブシステムズ（株）
開発本部 プラットフォーム開発センター セキュリティ開発部 部長　中野 稔久

（一社）Japan Automotive ISAC／マツダ（株）　山﨑 雅史

（一社）Japan Automotive ISAC 技術委員会 副委員長
（株）デンソー 情報セキュリティ推進部 製品セキュリティ室 担当次長　中川 和也

（一社）Japan Automotive ISAC 技術委員会 副委員長
ヤマハ発動機（株） IT本部 プロセス・IT部 サイバーセキュリティ戦略グループ マネージャ　稲垣 徹

デロイト トーマツ サイバー（同） インダストリー事業部　片山 泰輔

パナソニック オートモーティブシステムズ（株）
開発本部 プラットフォーム開発センター セキュリティ開発部 シニアエンジニア　根本 祐輔

※一部役職略

（株）豆蔵 エンジニアリングソリューション事業部 主幹コンサルタント　稲垣 修

（一社）Japan Automotive ISAC 技術委員会 委員長
マツダ（株） MDI&IT本部　山﨑 雅史

クルマを取り巻くサイバーセキュリティと
Japan Automotive ISAC活動の紹介

クルマのサプライチェーンにおける
サイバーセキュリティの取り組み

御社の脅威分析結果は常に最新ですか？ 
～本格化するSIRT活動に備えて～

SBOMで加速するサイバーセキュリティ

サプライチェーンセキュリティ

15:00～

15:40

13:00～

13:40

12:00～

12:40

14:00～
14:40

11:00～

11:40

1
／
23
(木)

AUTO-F3

AUTO-F4

AUTO-F5

AUTO-F6

AUTO-F7

受講無料
申込不要
FREEサイバーセキュリティ

フォーラム

東6ホール東6ホール

Model-based Development Forum

株式会社中央図研 O&Mソリューション課 マネージャー　西村 尚紀

MBD推進センター（JAMBE）活動紹介

富士フイルムビジネスイノベーションにおける
「3D正への（険しい）道のり」

JAMBE　MBD 普及推進委員会 委員長 （日産自動車株式会社）　河本 桂二

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 ビジネスソリューション事業本部　藤本 出

制御ソフトの最新の開発手法をサポートするCodebeamer

PTCジャパン株式会社　山口 和也

AIが拓く革新的な開発：
要求性能を満たす設計仕様をAIが予測、手戻らない開発を実現

Secondmind　井上 友宏　山本 和志

MBD/1DCAEを活用した
システムシミュレーションによる開発効率化

デジタルプロセス株式会社
 デベロップメントエンジニアリングサービス部 部長システムズエンジニア　酒井 弘正

富士フイルムビジネスイノベーションにおける
「3D正への（険しい）道のり」

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 ビジネスソリューション事業本部　藤本 出

制御ソフトの最新の開発手法をサポートするCodebeamer

PTCジャパン株式会社　山口 和也

1D-CAE熱マネジメントモデルの
サプライヤ活用事例と短期導入ソリューション紹介

株式会社中央図研 CAEソリューション課 マネジャー　交易場 真

ハードウェア試作レスをめざすパワエレ解析技術の取り組み

株式会社日立産業制御ソリューションズ　山西 義人　粂川 真信

～腹落ちするMBD～
スマートなMBD制御開発のやり方を丸っと教えます

株式会社エクスモーション コンサルタント　松井 良太

MBDでeAxleの振動騒音低減を目指すアプローチ

ニュートンワークス株式会社 CAE総合開発センター　佐々木 宏樹

AIが拓く革新的な開発：
要求性能を満たす設計仕様をAIが予測、手戻らない開発を実現

Secondmind　井上 友宏　山本 和志

組織・企業を跨いだ協調開発を促進する、
モデル・ソフト流通の取組

株式会社ネクスティ エレクトロニクス　池畠 佑介

熟練ノウハウが一気にデータ化され、誰もが即戦力に

1／22 (水) 1／23 (木) 1／24 (金)

13:00～

13:30

14:00～

14:30

15:00～

15:30

11:30～

12:00
11:30～

12:00

14:00～

14:30

13:00～

13:30

15:00～

15:30

15:45～

16:15

11:30～

12:00

14:00～

14:30

13:00～

13:30

15:00～

15:30

15:45～

16:15

受講無料
申込み不要
FREE

モデルベース開発フォーラム
東5ホール東5ホール

Academic Innovation Seminar

Hapbeat（合）

野々下裕子（ライター）　村尾和哉（立命館大学）
義久智樹（滋賀大学）　塚本昌彦（神戸大学）

国立大学法人東京大学　横田研究室

名古屋大学 情報学研究科 榎堀研究室

九州大学・人間情報システム研究グループ

1／22 (水) 1／23 (木) 1／24 (金)

Hapbeat L.L.C.

Yokota laboratory, The University of Tokyo  

Enokibori Lab, Nagoya Univerisity 

Research Group on Applied Human Information Systems, Kyushu University 

Introduction of the Use of Wearable Haptic Device

Ultra-flexible organic electronics

HAR's potential with bodywide multiple synchronized IMU data

Behavior Change Support Using Wearable Cameras

11:00～

11:30

13:00～

13:30

14:00～

14:30

15:00～

15:30

国立大学法人 神戸大学

湯田恵美（三重大学）　ミクミンP（ニコニコ技術部）
松本悠美子（関係デザイン）　塚本昌彦（神戸大学）

三重大学 / 東北大学

東京農工大学

国立大学法人　奈良先端科学技術大学院大学

Kobe University 

Mie University / Tohoku University 

Tokyo University of Agriculture and Technology

Nara Institute of Science and Technology

New Health and Sports Support System Using Wearable Sensing

Human Physiology and Multimodal Time Series Data

Developments of Holographic Contact Lens Display

IoT Tongs for Recording Types and Locations of Litter

11:00～

11:30

13:00～

13:30

14:00～

14:30

15:00～

15:30

（学）奈良国立大学機構　奈良女子大学

塚原東吾（神戸大学）　寺田努（神戸大学）
塚本昌彦（神戸大学）

広島大学

大阪大学　前川卓也

Nara National Institute of Higer Education and Research, Nara Women's University

Hiroshima University

Takuya Maekawa, Osaka University

Development of Wearable Devices Using Smart Textiles

Wearable training device using pneumatic artificial muscles

Intelligent biologging for animal behavior understanding

11:00～

11:30

12:00～

12:30

11:45～

12:15

12:00～

12:30

14:00～

14:30

15:00～

15:30

ウェアラブル触覚デバイスの活用方法の紹介

「2025年のウェアラブルの産業と研究の動向」

極薄基板上に作製した有機エレクトロニクス

全身多点同期IMUデータの活用と未対応/類似/複雑行動の認識

ウェアラブルカメラを活用した行動変容支援

ウェアラブルセンシングを活用した新たな健康・スポーツ支援

「2025年注目のウェアラブルデバイスはこれだ！」

マルチモーダル時系列データを応用したヒト生理学の発展

ホログラフィック・コンタクトレンズディスプレイの開発

ゴミの種類・位置情報を記録することができるIoTトング

スマートテキスタイルを用いたウェアラブルデバイス開発

「ウェアラブルとプライバシー」

空気圧人工筋肉による
ウェアラブル・リハビリ・トレーニング機器

野生動物の生態の謎を解き明かす知的なバイオロギング

ウェアラブルトークショー

受講無料
FREE大学・研究機関 イノベーションフォーラム

JAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

ENGLISHJAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

ENGLISHJAPANESE

JAPANESE

JAPANESE JAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

ウェアラブルトークショー ウェアラブルトークショー ウェアラブルトークショー

東8ホール東8ホール

Exhibitors’ Product / Technology Seminar ‒ New Tech Trend ‒

パワー半導体モジュール向け
高信頼性材料

機械学習/AI活用のための
不確かさの定量化（UQ）技術のご紹介

AIおよび自動車用途向けの
高信頼性・低温はんだソリューション

銅基板へ接合可能な
無加圧高強度シンターペーストのご紹介

『異物対策』必須時代を乗り越える
静電気のチカラ

（株）レゾナック

計測エンジニアリングシステム（株）

Indium Corporation

ニホンハンダ（株）

（株）クリエイティブテクノロジー

1
／
24
(金)

1
／
23
(木)

Resonac CORP.

Keisoku Engineering System CO., LTD.

Indium Corporation 

NIHON HANDA CO., LTD.

Creative Technology  CORP.

High Reliability Materials for Power Semiconductor Module

Uncertainty Quantification (UQ) 
for Reliable AI Predictions

High Reliability Low Temp Solders for AI & Auto Applications

Introducing non-pressure sinter paste for copper substrates.

Foreign Matter Countermeasure Technology

13:00～

13:30

13:00～

13:30

15:00～

15:30

14:00～

14:30

14:00～

14:30

E66-2

E68-27

E66-22

E65-28

E67-20

受講無料
FREE

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 

JAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

ENGLISH

東7ホール東7ホール

Exhibitors’ Product / Technology Seminar ‒ New Tech Trend ‒

12:00～

12:30

12:00～

12:30

1
／
23
(木)

1
／
24
(金)

ウイツエンマンジャパン（株）

STANLEY Engineered Fastening

テュフ ラインランド ジャパン（株）

テュフ ラインランド ジャパン（株）

千住金属工業（株）

ボルグワーナー

STANLEY Engineered Fastening

千住金属工業（株）

サイバネットシステム（株）

（株）NTTデータグループ

13:00～

13:30

13:00～

13:30

13:00～

13:30

14:00～

14:30

14:00～

14:30

Witzenmann Japan K.K.

TUV Rheinland Japan LTD.

TUV Rheinland Japan LTD.

Senju Metal Industry CO., LTD.

BorgWarner 

Senju Metal Industry CO., LTD.

CybernetSystems CO., LTD.

NTT DATA Group Corporation

Development of Flexible Metal Hoses for R744 for PFAS ban

Plasma joining for aluminum casting & high-tensile steel

Seminar on UNECE R10.07
 (Latest Version)

Regulatory Trends in AI, 
autonomous driving and Charging

TLP ensures high-temperature operation of SiC

BorgWarner's battery systems for commercial vehicles.

Best-in-Class Blind Rivet Nut for IPX7 and Automatio

SMIC Group's Initiatives to 
Move Towards a PFAS-Free Society

Frontloading of EMC design and Immunity Analysis Method

GenAI in Automotive Innovation: Leading Innovation Insights

11:00～

11:30

11:00～

11:30

15:00～

15:30

1
／
22
(水)

PFAS規制を見据えた
R744エアコン用フレキブルメタルホースの開発

ハイテン材とアルミダイカストへの
プラズマ接合

UNECE R10.07（最新版）
解説セミナー

AIと自動化の最新法規動向
（AI規制法・自動運転・自動充電）

SiCパワーモジュールの高温動作を支える
TLP接合材料

ボルグワーナーの商用車向け
バッテリーシステム

IPX7 および自動化向け
クラス最高のブラインド リベット ナット

PFASフリーに向けた
千住金属工業グループの取組み

EMC設計の
フロントローディングとイミュニティ解析

GenAI in Automotive Innovation:
変革の彩りと未来への道標

E35-40

E38-8

E40-42

E40-42

E45-32

E43-46

E38-8

E45-32

E47-22

E57-8

受講無料
FREE

JAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

ENGLISHJAPANESE

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 

東4ホール東4ホール

Exhibitors’ Product / Technology Seminar ‒ New Tech Trend ‒

14:00～

14:30

イスラエルパビリオン出展企業 各社

STマイクロエレクトロニクス（株）

（株）NTTデータグループ

A2Mac1 Japan（株）

15:00～

15:30

16:00～

16:30

1／22 (水) 1／23 (木) 1／24 (金)

Exhibitors/Participants from Israel Pavilion

STMicroelectronics K.K.

 NTT DATA Group Corporation

A2Mac1 Japan LTD.

Customer Centric Service Design Driven by SDV

A2MAC1's approach for software costing

ST's Next-Generation Automotive Battery Management Products

Israeli technologies revolutionizing Automotive Industry

11:00～

11:30
11:00～

13:30

13:00～

13:30

12:00～

12:30

14:00～

14:30

15:00～

15:30

DeepRoute.ai LTD.

（株）シーイーシー

L&Tテクノロジーサービス（株）

ＦＰＴジャパンホールディングス（株）

イートロンテクノロジーズ

バレンズ社 LTD.

16:00～

16:30

16:00～

16:30

DeepRoute.ai LTD.

Computer Engineering & Consulting LTD.

L&T Technology Services LTD.

FPT Japan Holdings  CO., LTD.

Eatron Technologies LTD.

Valens Semiconductor LTD.

Mobility Innovation: Challenges of AI x Next-Generation LBS

Decoding SDVs: Insights, Innovations, & Impact

Latest developments of Android Automotive for vehicles

AI-powered BMS for better, safer and greener batteries

Why did 3 European OEMs select Valens' A-PHY connectivity?

11:00～

11:30

12:00～

12:30

13:00～

13:30

14:00～

14:30

15:00～

15:30

ＦＰＴジャパンホールディングス（株）

エイチシーエル・ジャパン

HCLテクノロジーズ

ACTIA Japan（株）

イノビズ・テクノロジーズ

（株）システナ

FPT Japan Holdings  CO., LTD.

HCL JAPAN LTD.

HCLTech

ACTIA Japan K.K.

Innoviz Technologies LTD.

Systena CO.

Service-Oriented Diagnostics: The Future of E/E Architecture

How to Validate Software in an Evolving Automotive Ecosystem

Smart, Secure, Connected:The SDV Era

Electronics is the key to manage vehicle's carbon footprint

Innoviz LiDAR as key sensor for ADAS and Autonomous Driving

Improving UI testing efficiency with Figma and Eggplant.

Customer Centric Service Design 
- 未来を紡ぐ顧客との調和

ソフトウェア開発費用 見える化への取り組み

徹底解説 ！ STの次世代車載向けバッテリ・マネージメント製品

自動車業界イスラエル革新技術セミナー 10x Expansion in Robotaxi & Consumer Car 
by End-to-End Model

モビリティ革新 : AI×次世代LBSの挑戦

ソフトウェア定義済み車両の解読 : 洞察、革新、および影

車両全般における
Android Automotiveの最新動向とその可能性

AI駆動BMSによる高性能、安全、よりグリーンなバッテリーの実現

欧州主要３OEMがバレンズ社のA-PHYを選択する理由

E/Eアーキテクチャの未来 - 最新のECU診断規格"SODV

進化する自動車エコシステムの中でソフトウェアを
検証する方法

SDV時代 : スマートに、安全に、そしてつながる

自動車の二酸化炭素排出量の管理は電子機器がキーとなる

Innoviz LiDARがADASと自動運転のキーセンサーに

FigmaとEggplantでUIテストの効率を改善

E56-8

E44-53

E57-8

E43-26

受講無料
FREE

E55-23

E58-8

E58-26

E57-24

E58-39

E56-8B

E57-24

E56-39

E56-39

E57-19

E53-23

E57-2

JAPANESE

JAPANESE

ENGLISH

JAPANESE

JAPANESE

ENGLISHJAPANESE

ENGLISHJAPANESE

ENGLISHJAPANESE

ENGLISHJAPANESE

ENGLISHJAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

JAPANESE

新製品・新技術セミナー ～New Tech Trend～ 
東6ホール東6ホール



※敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
※一部の講演は、テキスト（講演資料）の配付はございません。
※セミナーの録音、写真･動画撮影などは一切禁止させていただきます。

＜ 注意事項 ＞

＜ Caution ＞
* Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
* Recording and photography are strictly prohibited.
* Speakers and programs are subject to change.
* Textbooks of Keynote/Special Sessions are not available.

セミナー・フォーラム一覧
SEMINAR・FORUM OVERVIEW 南南

South Hall

5/5

製造・物流作業の自動化推進！
ブリヂストンのソフトロボティクス

物流ITベンダーだから実現できる
ロボット導入の手引き

トラック簿・ハコベルDXシステムの
事例・機能紹介

物流改善アンケートから読み解く
2025年にすべき具体的施策

初めてでも簡単に使える
ファナックの協働ロボットによる自動化

物流ITベンダーだから実現できる
ロボット導入の手引き

WES No.1ベンダーが解説！
最適な倉庫システム選びのポイント

（株）セイノー情報サービス

ハコベル（株）

（株）セイノー情報サービス

ファナック（株）

（株）セイノー情報サービス

（株）YEデジタル

Bridgestone Softrobotics Ventures 

Seino Information Service CO., LTD.

HACOBELL INC. 

Seino Information Service CO., LTD.

FANUC CORPORATION

Seino Information Service CO., LTD.

YE DIGITAL CORP.

新製品・新技術セミナー
~New Tech Trend~ ② プログラム

受講無料
FREE

Exhibitors’ Product/Technology Seminar -New Tech Trend- ②

日 時 タイトル・出展社名 小間番号

14:00
〜
14:30

14:00
〜
14:30

14:00
〜
14:30

15:00
〜
15:30

15:00
〜
15:30

13:00
〜
13:30

13:00
〜
13:30

S1-8

S14-34

S15-34

S14-34

S3-8

S14-34

S13-1

Promote automation by Bridgestone softrobotics

Robot introduction guide

Specific logistics improvement measures to be taken in 2025

Automation with FANUC's easy-to-use collaborative robots

 Robot introduction guide

Top WES Vendor Explains Key Points for Choosing Systems

日本語

日本語

日本語

日本語

日本語

日本語

日本語

（株）ブリヂストン
ソフトロボティクス ベンチャーズ

1/24
(金)
Fri

1/22
(水)
Wed

1/23
(木)
Thu

受講無料
FREE

製造現場を変革！「モデル予測制御」による
省エネ・省人化

スマートファクトリー実現のための
設計開発＆生産現場改革

デジタル変革の力　
データ活用が導く製造現場自動化と新たな価値

AI×MI で革新！
配合レシピシミュレーションの効果

MP-Connect：
効率と品質を両立するMESソリューション

先端技術導入による
ビジネスアウトプットの拡大

生産計画と工程設計で現場を変革!
リードタイムは適切ですか？

物流データを力に変える
～Conataが切拓く物流現場のスマート化～

製造現場におけるＳＲＦ無線プラットフォームの
段階的導入

（株）Proxima Technology

NECネクサソリューションズ（株）

NECネクサソリューションズ（株）

アプライド マテリアルズ ジャパン（株）

ビットクォーク（株）

（株）フライウィール

フレキシブルファクトリパートナーアライアンス

Proxima Technology INC.

NEC Nexsolutions, LTD.

NEC Nexsolutions, LTD.

Panasonic Production Engineering CO., LTD.

Applied Materials INC.

BitQuark CO., LTD.

FLYWHEEL INC.

Flexible Factory Partner Alliance 

日 時 タイトル・出展社名 小間番号

14:00
〜
14:30

13:00
〜
13:30

15:00
〜
15:30

14:00
〜
14:30

11:00
〜
11:30

13:00
〜
13:30

11:00
〜
11:30

12:00
〜
12:30

S27-13

S27-26

S21-8

S27-26

S33-32

S30-14

S33-13

S20-33

S32-16

Energy and Labor Savings with Model Predictive Control

Design and  Production Site Reforms for Smart Factory

Innovation with AI×MI! The Impact of Formulation Recipe Sim

MP-Connect:MES solutions that combine efficiency and quality

increasing manufacturing output by advanced technology

Transform site with planning! Is your lead time appropriate?

Turning logistics data into power - Conata case study

Step-by-Step Deployment of SRF Wireless Platform in Factory

1/24
(金)
Fri

日本語

日本語

日本語

15:00
〜
15:30

日本語

日本語

日本語

日本語

日本語

1/23
(木)
Thu

プログラム
新製品・新技術セミナー
~New Tech Trend~ ①
Exhibitors’ Product/Technology Seminar -New Tech Trend- ①

ENGLISH

パナソニックプロダクション
エンジニアリング（株）

（株）アイキューブデジタル

未利用排熱の有効活用を可能にする
熱音響冷却システム

中央精機（株）

（株）楽塗

CENTRAL MOTOR WEEL CO., LTD.

RAKUTO CO., LTD.

日 時 タイトル・出展社名 小間番号

14:00
〜
14:30

15:00
〜
15:30

13:00
〜
13:30

S19-14

S19-7

Effects and Ex of Heat-insulation
paint that achieves CN

Thermoacoustic cooling system
that utilizes unused heat

日本語

日本語

Visualization of potentially reducible 
amount of thermal energy in 
production heating processes

日本語

1/22
(水)
Wed

受講無料
FREEカーボンニュートラル

実践フォーラムプログラム
Green Factory Forum

製造加熱プロセス
デジタルツインコンソーシアム

カーボンニュートラルを実現する
遮熱塗装の効果と実例

製造加熱プロセスにおける潜在的な
削減可能熱量の見える化

Consortium for Digital Transformation
of Manufacturing Heating Processes

南ホール2階南ホール2階 南ホール2階南ホール2階 南ホール2階南ホール2階


